
Kühlkörper für Heatsinks for Dissipateurs pour
D PAK und andere D PAK and others D PAK et autres

SMD-Kühlkörper SMD heatsinks Dissipateurs CMS ➜ B 46 – 48
Buchsenleisten 2,54 Löt Female feaders .1“ Solder Connecteurs femelles 2,54 soudure ➜ G 29 – 34
Gurt und Spule Tape and reel Ruban et bobine ➜ G 37
Stiftleisten 2,54 SMD Male headers .1“ SMD Connecteurs mâles 2,54 CMS ➜ G 35 – 38

C 21

Material: Kupfer (Cu), 0,6 mm dick
Oberfläche: lötfähig

Material: copper (Cu), 0,6 mm thick
Surface: solderable

Matériau: Cuivre (Cu), épaisseur 0,6 mm
Revêtement: Soudable

Art. Nr.
Art. No
Art. n°

FK 244 08 D PAK …

FK 244 13 D PAK …

nur angeben wenn gewünscht:
... TR = Gurt und Spule

– Gurtbreite: 44 mm 
– Spulendurchmesser: 330 mm
– Stückzahl: FK 244 08 = 325

FK 244 13 = 200

only indicate if requested:
... TR = Tape and Reel

– tape width: 44 mm 
– reel diameter: 330 mm
– pieces: FK 244 08 = 325

FK 244 13 = 200

indiquer seulement si désiré:
... TR = Ruban et bobine

– largeur de la bande: 44 mm 
– diamètre du rouleau: 330 mm
– quantité: FK 244 08 = 325

FK 244 13 = 200
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31,5 K/W Gewicht/weight/poids: 2 g

Gewicht/weight/poids: 3,3 g25 K/W

– Kupferkühlkörper mit hervorragender
Wärmeleitfähigkeit

– direkte Leiterplattenmontage durch lötba-
re Oberfläche 

– besonders geeignet für SMD Bauteile der
Typen D PAK (TO 252), D2 PAK (TO
263), D3 PAK (TO 268), SO-8, SO-14,
SO-16, Power SO-10, SOT 223, etc.

– lieferbare Standardverpackung:
lose oder gegurtet

– spezielle Verpackung wie Magazin, 
Tablett, etc. auf Anfrage

– Sonderausführungen nach 
kundenspezifischen Vorgaben

– copper heatsinks with excellent 
heat conductivity

– direct printed circuit mounting by 
means of solderable surface

– especially suitable for SMD components
as types D PAK (TO 252), D2 PAK (TO
263), D3 PAK (TO 268), SO-8, SO-14,
SO-16, Power SO-10, SOT 223, etc.

– available standard packing:
loose parts or reel

– special packing such as magazine, tray,
etc. on request

– special versions according to customers’
specifications

– dissipateurs en cuivre avec conductibilité
thermique excellente

– montage directe sur la platine en raison
d’une surface soudable

– particulièrement convenable pour composants
CMS des types D PAK (TO 252), D2 PAK 
(TO 263), D3 PAK (TO 268), SO-8, SO-14,
SO-16, Power SO-10, SOT 223, etc.

– emballage standard en vrac ou sur bande
roulée

– emballage spéciale comme magazine, ta-
bleau etc. sur demande

– versions spéciales suivant indications 
du client
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Kühlkörper für Heatsinks for Dissipateurs pour
D PAK und andere D PAK and others D PAK et autres

SMD-Kühlkörper SMD heatsinks Dissipateurs CMS ➜ B 46 – 48
Buchsenleisten 2,54 Löt Female headers .1“ Solder Connecteurs femelles 2,54 soudure ➜ G 29 – 34
Gurt und Spule Tape and reel Ruban et bobine ➜ G 37
Stiftleisten 2,54 SMD Male headers .1“ SMD Connecteurs mâles 2,54 CMS ➜ G 35 – 38

C 22

Material: Kupfer (Cu), 0,6 mm dick
Oberfläche: lötfähig

Material: copper (Cu), 0,6 mm thick
Surface: solderable

Matériau: Cuivre (Cu), épaisseur 0,6 mm
Revêtement: Soudable

Art. Nr.
Art. No
Art. n°

FK 244 08 D2 PAK …

FK 244 13 D2 PAK …

FK 244 08 D3 PAK …

FK 244 13 D3 PAK …

nur angeben wenn gewünscht:
... TR = Gurt und Spule

– Gurtbreite: 44 mm 
– Spulendurchmesser: 330 mm
– Stückzahl: FK 244 08 = 325

FK 244 13 = 200

only indicate if requested:
... TR = Tape and Reel

– tape width: 44 mm 
– reel diameter: 330 mm
– pieces: FK 244 08 = 325

FK 244 13 = 200

indiquer seulement si désiré:
... TR = Ruban et bobine

– largeur de la bande: 44 mm 
– diamètre du rouleau: 330 mm
– quantité: FK 244 08 = 325

FK 244 13 = 200
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29,3 K/W Gewicht/weight/poids: 2,2 g

22,8 K/W Gewicht/weight/poids: 3,6 g

26 K/W Gewicht/weight/poids: 2,5 g

19,5 K/W Gewicht/weight/poids: 3,9 g
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